中国科学院半导体研究所因公出访信息
事前公示表
	团 组 名 称
	赴美国参加2018年SPIE西部光子学国际会议

	所 属 部 门
	材料重点实验室

	团长姓名、职务
	梁松 研究员 

	随行团员姓名及职务（职称）
	无     

	访问国家和地区
	美国 加利福尼亚 旧金山市

	出访目的任务
	参加2018年SPIE西部光子学国际会议

	计划行程路线
	2018年1月26日 自中国北京出发抵达 美国加利福尼亚州旧金山市
1月27日 -2月2日  会议注册、听取并作报告

2月2日 自旧金山市出发 转机

2月2日 返回中国北京

	日
程
安
排
	1.26
北京-美国加利福尼亚州旧金山市 抵达
1.27
旧金山市
到达西部光子学国际会议现场、注册

1.28
旧金山市
听取报告并作报告

1.29
旧金山市
听取报告并作报告
1.30
旧金山市
听取报告并作报告

1.31
旧金山市
听取报告并作报告
2.01旧金山市   转机
2.02美国加利福尼亚州旧金山市-返回中国北京

	邀请
单位
介绍
	本次出访的目的是参加美国2018年SPIE西部光子学国际会议（SPIE），报道课题组在高速电吸收调制DFB激光器及高速光电探测器研究方面的一些新进展，并在参加会议中与国际同行建立合作交流关系。IEEE光子学会议是光子学领域最重要的国际会议之一，会议内容涉及包括半导体激光器、光子器件单片集成、光互联、非线性光学及纳米光子学在内的几乎全部的光子学研究方向。参加本会议有助于了解与课题组研究工作相关的半导体激光器及其集成器件领域的最新进展，把握该领域的发展方向，促进我们所承担课题的研究。


	拟出行天数
	8
	团组总人数
	1

	经费预算
	国际旅费
	住宿费
	伙食费
	公杂费
	其他

	
	15000元
	2000美元
	440美元
	360美元
	

	费用来源情况（如有合作单位分摊支付费用注明比例，全由外方出资可不再填写项目信息）
	由相关课题组支付


	项目名称
	InP基光子集成发射芯片技术的研究；

	项目来源
	基金委

	是否属于因公

分类管理团组
是(    )  否(    )
	若是，请选择具体分类管理类型：
(  (  ) 从事国家科技计划（专项、基金）科研项目的人员（项目书中列明的），出国执行该项目书中明确列出的国际科研合作与交流任务;

(    ) 在国际组织任职或兼职，出国执行与该组织担任职务相对应的任务;

( ( ) 出席重要国际科技类学术会议并担任大会主席、副主席、分会主席、做会议特邀报告、大会报告或分会报告;

(    ) 执行中央政府多边协议的科研人员，出国执行协议中规定的国际科技合作任务;

(    ) 外方提供全额资助且外方背景可靠地国际合作任务。

	备注
（请针对以上所选分类管理类型进行具体描述）
	分类管理团组请注明具体执行那一个国家重大项目，出国开展什么国际合作，是否是项目任务书中的人员，是否有大会报告、特邀报告、分会报告或担任何种职务等等。
梁松：执行国家自然科学基金委员会资助项目“InP基光子集成发射芯片技术的研究”；参加2018年SPIE西部光子学国际会议，是项目任务书中的人员，作口头报告。


